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ポリイミドなどの樹脂表面に金属薄膜を成膜して作られたフレキシブル電極は、電極金属と樹

脂表面の良好な密着性が求められる。密着性向上のためのポリイミド表面処理の手法には、大き

く分けてウエットとドライの手法がある。ウエットプロセスは、アルカリ処理による加水分解で

表面にカルボキシレートを有する層を生じさせカルボキシル基のイオン交換能により金属イオン

を吸着させる手法である [1]。一方ドライプロセスは、Ar や O2あるいは水蒸気 H2O プラズマを

用いた表面処理による方法が利用されている。我々はこれまでに、ガスの供給や気化器の不要な

固体ソース H2Oプラズマ装置を用いて、ポリイミドと金属電極の密着性に効果があることを報告

した[2]。今回は、固体ソース H2O プラズマ処理したポリイミド樹脂の表面の XPS 分析を行った

ので報告する。 

Fig. 1(a)に未処理のポリイミドシート、Fig. 1(b)に 100 Pa、10 W、5 min の条件で H2O プラズマ

処理したポリイミドシートの表面の XPS（PHI Versa Probe III, ULVAC phi）スペクトルを示す。H2O

プラズマ処理により、イミド基の N-C=O が組成比 9.7％から 4.1％に減少し、カルボキシル基のピ

ークが組成比 0.63％から 5.3％に増加したとがわかる。H2Oプラズマ処理は、ウエットプロセスに

よるポリイミド表面改質の機構と同様に、ポリイミド表面のイミド環が開環し、カルボキシル基

が出現することが示された。ポリイミドと金属の良好な接合は、カルボキシル基と金属との O 原

子を介した結合の効果であると考えられる。 
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Fig. 1   C1s XPS spectra of polyimide surface. (a) untreated (b) H2O plasma treated. 
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